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摘要(译)

本文公开了一种可植入电子设备。该装置具有壳体和连接到壳体的插头
连接器组件。插头连接器组件具有连接器组件和包围连接器组件的头
部。连接器组件具有子组件，子组件包括导电部件，该导电部件至少部
分地位于围绕导电部件设置的第一材料内。头部具有第二材料，该第二
材料在第一材料围绕导电部件设置之后围绕连接器组件和子组件设置。
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